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Spesifikasyon Odag:
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Gorsel Etki
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Gorsel Niyet, Bilesen
Yapisi ve RFQ Hassasiyeti Icin
Taktiksel Tani Kilavuzu



Tedarik Hedefinin Tanimlanmasi

' TEMELiLKE:  Ana spesifikasyon zorlugu, alttaki gérsel ¢calismayi dogru bigcimde koruyup sunarken parlak, kubbeli veya
kapsullenmis bir gorsel etki elde etmektir

TALIMAT: Belirli bir kimya veya yapi varsaymak yerine gorsel niyeti aciklayin. Kritik malzeme ve
lm 7000000 performans beklentileri, temel varsayimlar degil fiziksel numune testleri gerektir_i[.'_'__ =
L= =
} | Cr {]
Belirtilen

Gorsel Niyet

Varsayilan
Kimya
/ Fotogergekgi
7 Parlak Ylzey
{1 L} {1
Varsayilan Kimya Belirtilen Gorsel Niyet
o o [N o o A
=

A Ampirik numune testi olmadan kesin recine kimyasi, sararma direnci, ¢izilme direnci
veya miknatis gucu hakkinda iddiada bulunmayin.
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Miknatis Topolojisi Matrisi

Epoksi kapsiillemeyi alternatif yapilardan ayirt etme.

Ozel Epoksi

Yapisal Regine

Diiz Baskili

Ciplak Metal

1 Gorsel Niyet:

Yap:
2 Diiz bir grafik taban iizerinde
seffaf kaplama.

Malzeme Kimligi:
3 || Gorsel derinlik, yiizey
etkisiyle elde edilir.

Kapstillenmis, parlak, kubbeli.

Gorsel Niyet:
Sekillendirilmis 3D gévde.

Yapi:
Regine, asil yapisal
sekli olusturur.

Gorsel Niyet:
2D diz yizey.

Yapu:
Ust katman kapsiillemesi olmadan
mirekkep dogrudan tabana uygulanir.

Gorsel Niyet:
Metalik yiizey.

Yap:
Seffaf kubbeleme olmadan

| acikta kalan alagim.

Malzeme Kimligi:
Not: Epoksi ile

yapisal recineyi birbirinin yerine kullanmayin

Malzeme Kimligi:
Kapsiilleyici yok, diiz yiizey.

Malzeme Kimligi:
Ham malzeme yiizeyi.
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Epoksi Miknatisin Anatomisi

Tedarikciyi dogru bilgilendirmek icin

fiziksel katmanlarin ayristiriimasi. Katmant: Jeffaf Kubbe / Epoksi.

Yiizey parlakhgini tanimlar, yuvarlatilmis
kenar gériiniimii olusturur, koruyucu bir
on yiiz veya seffaf kaplama altindaki

diiz panel gérevi goriir. \%)

OKatman2: Grafik Taban.

Katmanl hediyelik esya grafigini barindirir,
kiiciik metin, gradyanlar, beyaz alanlar,
fotografik gériintiler ve folyo benzeri
etkiler.

oKatman3: Miknatish Arka Yiiz.

Baglanti mekanizmasi ve arka yiiz
markalamasi igin alan.
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Optik Givenli Alanlar

gorsel bozulmanin azaltilmasl.

Eylem Maddeleri

gorsel calismayi saglayin.

e Gorundr taban katmani, seffaf kubbeli
bolge ve arka yiiz baskisi icin
ayri talimatlar saglayin.

Gorsel Calisma Hassasiyeti ve

Kenar egriligi ve yizey parlakigindan kaynaklanan

e [stenen dis hat sekline sahip baskiya hazir

-

@ Kirilan Isik Yolu

Temel metin ve kiiclik
grafikler, normal perakende

izleme kosullarinda okunabilir kalmak
icin burada bulunmalidir.

Gorsel Galisma Hassash™ . \

.
—RTIITTT I ST

Giivenli Kenar Boslugu ® @ Tehlikeli Alan 2\

|
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Perakende Grafigi ve Hediyelik Esya Uyumlulugu

Ticari teshir icin gorsel calisma girdilerinin standartlastirilmasi.
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== O\o Perakende Uyarilari: Sunlari ekleyin

ticari uyumluluk icin gerekli
etiketleme
gerekliliklerini.

Lisansli isaretler: o olmalidir 0—/0

dogru bicimde listelenmeli ve
renk referanslari verilmelidir.

_ ,1 $ehlr ‘Neo- Verldla | . .
A" | Tarih: 2045-10- 27' | 1| ©—© oKonum Adlari ve Tarihler:

' Givenli kenar bosluklarinda
\\ yazim ve yerlesimi dogrulayin.

I Referans gorseller amaglanan parlaklik ve kubbe izlenimini tanimlamalidir; ancak gergek goriiniim ve yansimayi onayilamak icin fiziksel numuneler zorunludur. E
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Cevresel Stres Testi Panosu

Teshir ortamlarini fiziksel inceleme maddeleriyle eslestirme.

Cevresel etkenlere karsi direng varsayilmamali, agik¢a bir inceleme maddesi olarak talep edilmelidir.

———————————————————————————————————————

| Mutfak i i e Yiiksek nem, yaglarla | ~ Numune inceleme Odagi
o Ortaml 200, > | ve mutfak | :> Yapisma biitiinliigii ve
| rtamtari : W) temizleyicileriyle temas. : kimyasal direnc.
W - T o S - e T ; 5 . u
Nl : : Yiiksek siklikta dokunsal | Numune Inceleme Odagi
|1 Perakende ve Kullanim —C> BNV, / kullanim, yiizey | >| Cizilme direnci ve
: I | R dasinmasi. : kenar dayanikliligi.
T T e P E———
| | . <@ Sy s umune Inceleme Odagl
I I : s :> | 23RS Uzun sureli gunes 1sig1 | :> e
o Te§hll’ Baglamlal’l L__O ! 2 ‘:' :‘\\:\\::\\\ maruziyeti. g 31518 : UV direnci ve
: I | Yoy : sararmayl azaltma.
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Koruma ve Sunum icin Ambalaj

Nakliye surtunmelerini azaltma ve siparis kargilama bigimlerini tanimlama.

Lojistik Spesifikasyonlari: Toplam miktari, tasarim basgina miktarlari, boyutt ailesini ve trtn ¢esitliligi planlarni tanimlayin.
B — O

Toplu Nakliye (Risk)

O

O

Perakendeye Hazir (Gereklilik)

O

Parlak ylzeyler tasima sirasinda surttnebilir. Parcalarin
ayrilmasi veya ayri ayri posetlenmesi gerekip gerekmedigini belirtin.

i

Sunum gerekliliklerini tanimlayin: ayri ayri posetleme,

kartlara sabitleme, blister ambalajlar veya hediyeye hazir kutular;
barkod ve teshir ihtiyaglari dahil.

yani;




RFQ Hazirlik Panosu

Eksiksiz Uretici fiyat teklifleri icin spesifikasyonlarin birlestirilmesi.

| Dayaniklilik ve Cevre |
| _J _J

Lojistik ve Ambalaj

|__—<L Amagclanan kullanim ve istenen
dubbeli/parlak gorinim.

[__1 Gorsel calisma, siliiet, renk
referanslari ve kritik metin
alanlari.

[ | Yizey bitisi beklentileri
ve kabul edilebilir gorsel
farkliliklar.

[. 1 Arka yliz miknatisi ve
markalama gereklilikleri.

e
/

/

|__1 Teghir ortam,
temizlik, kullanim ve
maruz kalma kosullari.

|| Parlaklik, gérsel netlig,

©O

baglanti ve uyumluluk icin | /

numune/test
kriterleri.

-

=

|__1 Tasarim bagina miktar ve
urdn gesitilligi plani.

Koruyucu perakende ambalajl,
kartlar, etiketler ve barkod
ihtiyaclari.

I il
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rSa’un Alma
Onay Gecid,

Spesifikasyondan ticari
taahhude gegcis.

1.

2.

3.
L

Yalnizca ylzey etkisi, grafik yapisi, o
baglanti baglami ve ambalaj

tam olarak agiklandiktan sonra

fiyat teklifleri alin.

Nihai teknik ve ticari o
taahhutler; fiyat teklifi,

gorsel calisma ve malzeme
incelemesi gerektirir.

O_
Resmilestirilmis testler ve belgeler olmadan teslimat
streleri, fiyatlandirma, MOQ veya kullanim 6mrii
performansina iliskin garantileri
kabul etmeyin. {

V.

Numune ve
Fiyat Teklifini
Baslatin

-

N N —. |
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